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파운드리 산업 소개, 그리고 그 중요성 

 

■ 반도체, 산업 경쟁력의 기저 

 

반도체 그 자체는 실생활에서 눈에 잘 띄지 않는다. 그러나 멀티미디어, 통신, 가전기기 등 

거의 모든 전자 제품의 핵심 칩들은 반도체 부품으로 이루어져 있다. 강조하고 싶은 점은 

반도체가 비단 산업에서뿐만 아니라 일상 생활과도 무척 밀접한 관련이 있다는 점이다.  

 

반도체 산업에 대한 수식어로는 흔히 기술적인 면에서는 '첨단'이라는 말이 쉬이 따라붙고, 

경제적으로는 '고부가가치'라는 말이 따라 붙는다. 또한 모든 전자 제품의 핵심 부품이다 보

니 전후방 연관 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산 구조를 유발하는 기저 산업이라고 볼 

수 있다.  

 

반도체 산업은 전자, 전기, 물리, 화학, 금속 및 재료 등 기초과학 분야에서부터 기계, 자동

화 및 생산기술에 이르기까지 첨단기술이 총 결집된 산업으로 가전, 컴퓨터 및 공장자동화 

산업 등과의 연계성이 높아 전반적인 산업의 발전에 중요한 역할을 수행한다.  

 

두말할 것도 없이 반도체는 매우 유망한 산업이며, 대규모의 투자가 필요한 첨단 기술 산업

이기 때문에 진입장벽도 높다. 점점 더 정보가 중요해져 가는 상황, 그 정보의 매개인 정보

기기들이 점차 기막힌 진화를 보여주고 있으며, 그러한 기기들의 성능을 좌우하는 핵심 부

품인 반도체 부품의 중요성이 강조되지 않을 수 없다. 1등만이 살아남는다는 치열한 경쟁 

상황, 그 1등이 갖는 핵심 경쟁력은 어쩌면 반도체 부문의 리더쉽일 지도 모른다. 한 기업

뿐만 아니라 대한민국이라는 한 국가의 핵심 경쟁력을 이루는 중심 요소에도 반도체 산업은 

빠질 수 없다.  

 

■ 파운드리 산업 개요 

 

그래서 전세계 파운드리 산업을 동향을 조명하고 파운드리 산업을 중심으로 반도체 산업을 

진단해 보는 기회를 갖고자 한다.  

 

대체적으로 반도체 기업은 IDM(종합반도체기업), 파운드리(수탁생산) 기업, 팹리스(설계전문) 

기업으로 나누어 볼 수 있다. 삼성전자, 하이닉스, IBM, TI(Texas Instrument) 등은 IDM사들

이라 할 수 있으며, 자체적인 설계 기술과 생산라인을 가지고 자체적으로 모든 공정을 소화

할 수 있다. 주로 대량 생산으로 경쟁력을 제고하는 메모리 사업에 주력하는 기업들이라고 

볼 수 있다. 최근 IDM사들도 기존 캐파를 파운드리 사업 쪽으로 돌리는 등 파운드리 사업

을 강화하고 있다. 이러한 경향은 뒤에 살펴보는 기회를 갖도록 하겠다.  
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팹리스 기업들은 보통 비메모리 ASIC/SOC 설계 

업체들이라 볼 수 있다. 이들은 자체 생산라인을 

갖지 않고 파운드리 업체들의 생산라인으로 원하

는 반도체 제품을 생산하게 된다. 이 역시 IDM사

들이나 파운드리에 못지 않게 중요한 부문이라는 

것을 강조하고 싶다. 

 

우리나라는 메모리를 대량 생산하는 IDM사들의 

기술과 생산 규모가 세계적인 규모이나, 파운드리

나 팹리스 SOC 기업들의 경쟁력은 전반적으로 

자못 뒤쳐지는 상황이다. 파운드리 산업은 대만의 TSMC (Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company), UMC (United Microelectronics Corporation)가 시장의 70% 이상을 

점유하며 선도하고 있으며, 우리나라 유일의 파운드리 전문 기업인 동부아남반도체는 해당 

시장의 5% 미만을 차지하고 있다.  

 

생산라인을 빌려주는 국내 파운드리 산업이 이렇게 빈약하기 때문에 국내 비메모리 팹리스 

SOC 기업들의 역량에 좋지 않은 영향이 될 것이라 쉽사리 짐작할 수 있다. 많은 기업들이 

파운드리 생산라인 확보를 위해 대만이나 중국으로 나가고 있고, 그만큼 멀리서 생산한다는 

것은 비용적으로 또 인적으로, 그리고 원활한 업무협조에 있어서도 경쟁력이 저하된다는 것

을 의미하기 때문이다.  

 

■ 파운드리 모델의 사업성 

 

파운드리 사업이 장기적으로 성장할 것이라는 점에 이견이 있을 수 없다. 세계적인 반도체 

시장조사기관들은 향후 전체 반도체 생산에서 파운드리 업체가 차지하는 비중이 지속적으로 

증가할 것이라 보고 있다. 전세계적으로 파운드리 산업이 전체 반도체 시장에서 차지하는 

비중은 꾸준히 증가하고 있다.  

 

파운드리 회사들은 고객사가 주문한 칩을 생산한다. 이 사업 모델의 성공은 '비용절감'이라

는 핵심가치에서 나오게 되었다. 팹리스 IC 디자인 하우스들과 IDM사들은 새로운 제조라인

이나 신기술에 대한 투자 없이 파운드리 회사들의 캐파를 활용하여 칩을 생산한다.  

 

IC 생산이 점점 더 미세한 피치 공정과 더 큰 웨이퍼로 넘어감에 따라 관련된 투자비용이 

빠르게 증가했다. 예를 들어 12인치 팹을 0.13 마이크론 공정 기술을 적용하여 만드는데 드

는 비용은 약 30억 달러가 든다. 이는 8인치 팹을 0.35 마이크론 공정 기술을 적용하여 짓

0.18㎛ 공정, DVD용 반도체 
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는데 필요한 비용, 약 13억 달러의 두 배에 가까운 금액이다.  

 

[파운드리 시장 전망과 전체 반도체 시장에서의 비중] 

구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAGR 

반도체 1,551 1,680 2,067 2,517 2,386 2,519 10.2% 

파운드리  

(비중) 

104  

(6.8%) 

129  

(7.7%) 

178  

(8.6%) 

241  

(9.6%) 

232  

(9.7%) 

264  

(10.5%) 

20.4% 

Gartner, 2003년 8월 

 

재정적인 경쟁력을 유지하기 위해 IDM사들은 반드시 기존 캐파를 사용할 수 있는 제품 포

트폴리오를 가지고 있어야 한다. 다양한 기술 첨단에서 제조 경쟁력을 유지하는 제품 포트

폴리오를 가진 대형 IDM사들은 몇 개 안 된다.  

 

그러나 파운드리 회사들은 다수의 고객사에게 생산 비용을 부담시키며 비첨단 기술에 대한 

수명을 연장할 수 있다. 이러한 능력이 파운드리 사업의 기반이라고 할 수 있다. 

 

[새로운 팹을 건설하는데 드는 비용] 

Year 1983 1987 1990 1994 1997 1999 2001 2003

웨이퍼 (") 4/5 5/6 6 6/8 8 12 

공정 1.2㎛ 1.0㎛ 0.8㎛ 0.5㎛ 0.35㎛ 0.25㎛ 0.13㎛ 90nm

비용 (US$m) 200 300 400 700 1,250 1,750 3,000 3,600

Digitimes, 2004년 9월 

 

파운드리 산업이 앞으로 높은 성장률을 보일 것이라는 전망을 뒷받침하는 세 가지 근거가 

있다.  

      

첫째, 웨이퍼 가공 시설을 보유하지 않은 팹리스 기업이 급증하고 있다. 팹리스 기업들이 

늘어남에 따라 소화하는 물량이 비례하여 증가할 것이기 때문이다. 파운드리 입장에서는 

IDM들과도 경쟁해야 한다. 그러나 전문 파운드리 회사가 IDM사들보다 공정기술의 다양성과 

가격경쟁력을 가지고 있고, 안정적인 캐파 제공이 가능하기 때문에 설계기술 보호가 가능하

다는 등등의 이유로 전체적인 경쟁력이 우수하다는 것이 파운드리 업체의 관점이다.  

 

둘째, IDM사들의 아웃소싱 비중이 늘어난다는 사실이다. 팹 구축에 막대한 비용이 들어가기 

때문에 IDM사들은 직접 반도체 제조 라인을 갖추기 위해서 필요한 투자 부담을 덜고, 효율
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을 높이기 위해 파운드리에 대한 아웃소싱 비중을 늘리고 있다.  

  

셋째, 비메모리 반도체 분야에서 활발히 진행되고 있는 전문화, 분업화가 파운드리 산업을 

성장하게 할 것이다. 설계 전문, 파운드리 전문, 조립 전문 등의 기술별 전문화는 경영자원

의 선택과 집중을 통한 최적의 효율 경영이 가능하게 하여 파운드리 산업의 지속 성장을 보

장한다. 

 

■ IDM 아웃소싱 

 

IDM들이 전통적으로 파운드리를 캐파를 위한 백업 소스로 간주해 왔지만, 차세대 설비 및 

기술 개발을 위한 비용 증가 압박을 받고 있기 때문에 심지어 첨단 공정에 있어서도 아웃소

싱을 증가시키고 있으며, 'IDM-light' 모델을 채택하고 있다고 전문가들은 말한다. 

 

아웃소싱 확장에 대한 예는 쉽게 찾아볼 수 있다. LSI로직社은 2003년 2분기에 고작 25%의 

생산을 아웃소싱했지만, 향후에는 아웃소싱 비율을 60%까지 확대할 것으로 보인다. 필립스

반도체 역시 현재는 10% 수준의 아웃소싱을 하고 있지만, 향후 5년 내에 칩 생산을 아시아 

파운드리 업체들로부터 50% 비율을 가져갈 목표를 가지고 있다고 한다. 

 

세계 세 번째의 거대 반도체 제조사인 TI는 2004년 판매를 20% 증가시킬 수 있었으며, 이

는 성공적인 아웃소싱 전략 덕분이라고 케빈 마치(Kevin March) CFO는 지난 5월에 밝힌 바 

있다. 올해 TI는 TSMC, UMC, SMIC로부터 0.13 마이크론 공정에 대해 48% 정도를 아웃소

싱할 계획이다. 

 

IDM사들은 차세대 기술에 대해 파운드리 회사들과 협력하고 있다. 2002년 TSMC는 필립스, 

모토롤라, ST마이크로와 90nm, 65nm CMOS 로직 및 e-DRAM 기술에 대한 공동 개발 협정

을 맺었다. TSMC는 작년 12월에는 모토롤라와 별개의 65nm SOI(silicon-on-insulator)에 대한 

공동개발 계약을 맺었다. 

 

2003년 UMC는 AMD와 인피니온(Infineon Technologies)과 65nm 및 45nm 공정에 대한 공

동 계발 협정을 맺었다. 2004년 3월 삼성전자는 차터드 (Chartered Semiconductor 

Manufacturing), IBM (IBM Microelectronics), 인피니온과 공동으로 65nm 기술 개발 및 45nm 

공정에 참여하겠다고 밝혔다. 
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대만의 파운드리 - 세계 최강 파운드리 
 

■ 대만 파운드리 개요 

 

1987년 대만의 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)가 순수하게 파운드리

업을 표방하며 설립되었다. 그리고 오늘날 대만은 세계 제 1, 2의 파운드리 회사인 TSMC와 

UMC(United Microelectronics Corporation)를 보유하고 있다. 이 두 회사는 2003년 기준으로 

전세계 파운드리 시장의 71% 가량을 점유하고 있다. 대만은 이 두 회사로 반도체 서플라이

체인의 전세계 중심으로 떠올랐다. 

 

2003년 대만의 파운드리 회사들은 93억 달러에 달하는 칩을 생산했다고 대만의 TSIA(대만

반도체산업협회; Taiwan Semiconductor Industry Association)는 밝혔다. 한편 2003년 전세계 

파운드리 매출액은 130억 달러에 달했다고 가트너는 지난 5월에 밝힌 바 있다. 

 

TSMC와 UMC가 전세계 파운드리 시장을 선점하고 있으나, 대만의 일부 2군 회사들과 IDM

사들도 아날로그, LCD드라이버, 메모리칩 등 특화된 반도체에 대한 파운드리 서비스를 제공

하고 있다. 예를 들어 대만의 메모리칩 제조사들은 그들이 보유한 8인치 팹에서 파운드리 

서비스를 제공해 왔다. 이 회사들은 DRAM 생산이 12인치 웨이퍼로 옮겨감에 따라 파운드

리 서비스를 "팹필러(fab filler)"로 활용하고 있다. 

 

[대만 IC 생산액 (NT$b)] 

 2001 2002 2003 Y/Y 1Q04 2Q04

Design 122.0 147.8 190.2 20% 58 64

Manufacturing (foundry included)  302.5 378.5 470.1 24% 137 160

Foundry 204.8 246.7 309.0 25% 87 101

Packaging 77.1 94.8 117.6 24% 33 38

Domestic packaging  66.0 78.8 97.6 24% 28 32

Testing 25.3 31.8 40.9 29% 12 14

Total 526.9 652.9 818.8 25% 240 276

TSIA, Digitims, 2004년 9월 
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[2003년 매출액 기준 5대 파운드리 회사] 

 회사명 매출액(US$m) 년성장율 

1 TSMC 5,855 26%

2 UMC 2,740 27%

3 IBM Microelectronics 800 5%

4 Chartered 725 49%

5 SMIC 365 630%

Gartner, Digitimes, 2004년 9월 

 

[대만 2군 파운드리 서비스 회사 및 주요 생산 품목] 

회사명 2003년 매출액 (US$m) 생산 품목 

Winbond Electronics 889 DRAM, specialty DRAM, pseudo SRAM 

Mosel Vitelic 791 LCD driver ICs 

ProMOS Technologies 756 Specialty DRAM, pseudo SRAM 

Powerchip Semiconductor 

Corporation 
691 

Commodity DRAM, specialty DRAM, NAND 

flash, CMOS image sensors 

Macronix International 523 EPROM, NOR flash, SRAM 

Vanguard International 

Semiconductor 
328 

LCD driver ICs, NOR flash, mask ROM, 

CMOS image sensors 

Episil Technologies 109 Power MOSFETs, linear ICs, LCD driver ICs,

Antek Semiconductor 46 
DC-fan driver ICs, EEPROM, CD-ROM driver 

ICs, DC-DC converter ICs 

Advanced Microelectronics Product 37 Power ICs, discrete ICs 

주) 년 매출액은 US$1=NT$33.25로 계산, 다른 사업 분야의 매출액이 포함될 수 있음 

Digitimes, 2004년 9월 

 

■ 캐파 확장 

 

2003년 하반기부터 파운드리 산업이 2년간의 침체에서 벗어나기 시작했다. 파운드리 회사

들과 IDM사들이 캐파를 상대적으로 제한된 방식으로 진행해왔기 때문에, 공급량이 웨이퍼 

캐파에 대한 수요를 앞지르는 결과가 2004년 현재까지 이어지고 있다. 

 

SICA(Semiconductor International Capacity Statistics)에 의하면, 전세계 파운드리 가동률이 

2004년 1분기에 98% 정도에까지 도달했으며, 이는 2002년 1분기의 63%보다 크게 증가한 

수치라고 한다. 
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올해 TSMC, UMC, 그리고 다른 수위 파운드리 업체들은 캐파 확장을 위한 투자에 열을 올

리고 있다. 특히 12인치 및 0.13 마이크론 등 선진 기술을 도입한 캐파 확장에 힘을 쓰고 

있다. 

 

전문가에 의하면, 많은 IDM사들이 지난 침체기에 0.13 마이크론 기술에 투자하지 않았다고 

한다. 그러나 0.13 마이크론 기술에 대한 수요가 올해에는 30% 가량으로, 작년의 20% 수준

에 비해 상승할 것으로 보인다. 

 

[전세계 파운드리 캐파 및 가동률] 

 

SICA, Digitimes, 2004년 9월 

미 증권거래위원회에 제출된 F-20 파일에 의하면 TSMC는, 전체 캐파를 25% 가량 증가시

켜 올해 말까지 8인치 기준으로 월 403,800장 웨이퍼 수준으로 확장할 계획이다. 12인치 캐

파가 올해 말까지 8인치 웨이퍼 기준으로 월 67,000개 웨이퍼 수준으로, 이는 작년의 

32,000개 웨이퍼 수준의 2배 이상이다. 

 

UMC는 2004년도 투자의 70%를 12인치 캐파 확장에 쓸 예정이어서, 12A 팹에 8억500만 

달러, UMCi에 8억5000만 달러가 할당되었다고 한다. UMC는 올해 말까지 전체 캐파를 

37.2% 늘려 8인치 웨이퍼 기준으로 월 258,000장 수준으로 확장할 계획이다. 이 수치에는 

12인치 캐파가 포함되어 있으며, 8인치 기준으로 월 62,000 웨이퍼가 상회하며, 올해 1분기

의 24,000장 웨이퍼에 비하면 3배 이상 증가함을 의미한다. F-20 파일에 의하면, 12인치 월 

캐파 62,000장 웨이퍼에는 싱가포르 자회사인 UMCi의 연말까지의 12인치 20,000장 웨이퍼 

캐파가 포함된 수치라고 한다.  

 

중국의 SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corporation)는 작년 8인치 기준 

58,000 웨이퍼 수준에서, 올해 전체 캐파를 8인치 기준 125,000장으로 확장할 계획이다. 이 

중국의 파운드리 업체는 2004년 투자지출의 20%를 베이징의 12인치 Fab 4의 캐파를 확대
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하는데 쓸 계획이다. Fab 4의 캐파는 8인치 웨이퍼 기준으로 올해 월 6,750개 수준으로 올

릴 전망이다. 

 

차터드(Chartered)는 캐파는 그대로 유지하되 올해 0.18 마이크론 공정 및 그 이상의 공정

을 확대하는데 집중한다는 계획이다. 0.18 마이크론 공정의 월 캐파는 작년의 308,000 웨이

퍼에서 연말까지 월 461,000 웨이퍼 수준에 도달할 것으로 보인다. 차터드의 12인치 Fab 7

은 캐파가 연말까지 월 2,000장 수준으로 될 전망이며 내년 말에는 9,000장 수준이 될 것으

로 보인다. 차터드의 전체 캐파는 작년의 104,000장보다 약간 증가하여 올해 약간 증가한 

108,000장 수준이 될 전망이다. 

 

IBM의 12인치 팹은 iSuppli의 6월 자료에 의하면 현재 월 18,000장 웨이퍼라고 한다. IBM은 

최근 싱가포르의 차터드와의 거래에 따라 향후 차터드의 Fab 7를 억세스할 것으로 보인다. 

 

[세계 5대 파운드리의 투자 동향] 

 
주 1) UMC의 경우 UMCi, UMCj에 대한 투자 포함 

주 2) SMIC는 1999년 설립 IC Insights, Digitimes, 2004년 9월 

■ 단순 제조에서 집적 서비스로 나아가는 중 

 

전세계 경쟁 측면에서 보면, 주요 대만의 파운드리들은 부가가치 높은 서비스를 제공하는데 

재빠르며, 점차 수직적 집적의 형태로 나아가고 있다. 순수 IC 생산보다는 대만 파운드리 

제1군 회사들은 인하우스 서비스 또는 후공정 공급자들과의 제휴, 또는 IP 공급사들과의 제

휴를 통해 집적된 솔루션을 공급하고 있다. 

 

2003년 10월, TSMC의 한 관계자는 캐파는 가장 중요한 요소가 아니라고 주장했다. 대신 기

술, 서비스, 제조 능력이 장기적인 회사의 역량을 결정짓는다고 말했다. 

 

2003년 11월, TSMC의 영업마케팅 부회장인 케니쓰 킨(Kenneth Kin)은 이 회사가 순수 제조
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사라기 보다는 좀더 완전한 솔루션을 공급하는 서비스 공급자임을 자부한다고 말했다. 웨이

퍼 생산에 덧붙여 포토마스크 공정과 IC 후공정 서비스를 가지고 있으며, 옴니비전

(OmniVision Technology)와 비세라(VisEra Technology)라는 조인트벤처를 설립하고 이미지캡

춰 IC와 모듈을 위한 후공정 서비스를 제공한다고 한다. 

TSMC는 인하우스 서비스를 통해 대만의 포토마스크 시장의 절반 이상을 점유하면서 90 

nm 공정에서 100 세트 이상의 포토마스크를 출하했다. 또한 작년에 1,000 개 이상의 0.13 

마이크론 기반의 제품을 처리했다. TSMC는 자체적인 'Cyber Shuttle' 프로그램를 통해 한 개 

웨이퍼에 다양한 IC를 프로토타이핑하는 서비스를 제공하고 있다. 

TSMC는 작년 3분기부터는 12인치 제조의 후공정을 위해 납범핑 서비스도 제공했다. 일부 

테스팅 및 패키징사와 무연 범핑 기술도 공동 개발 중이라고 한다. 

UMC 역시 온라인 서플라이체인 관리, 멀티프로젝트 웨이퍼 테스트 프로그램, 인하우스 IC 

패키징 및 테스팅과 같은 부가가치 서비스를 제공하고 있다. 더불어 0.25~0.13 마이크론 공

정을 이용한 칩디자인에 있어서는 무료로 실리콘프로븐 IP 라이브러리(free-of-charge silicon-

proven IP libraries)를 제안하고 있다.  

TSMC와 UMC는 LCoS 부품과 시스템 제조사들과도 LCoS 기판 제조 서비스에 있어 협력

하고 있다. 

 

[TSMC와 UMC의 집적 서비스] 

회사 서비스 기능 

eFoundry 웹기반의 웨이퍼 디자인, 엔지니어링, 물류 지원 

Design Service Alliance 제휴를 통해 3자의 라이브러리, IP, EDA를 제공 

In-house Design Service Division (DSD)
TSMC의 0.18 마이크론 이하 공정과 호환되는 

인하우스 IP 포트폴리오 

Cyber Shuttle 단일 포토마스크셋으로 다양한 칩 프로토타이핑 

TSMC 

In-house mask production, packaging 

and testing services 

  

MyUMC 온라인 서플라이체인 관리 솔루션 

Chipsizer 
선택된 IP로 칩의 크기를 예상할 수 있는 자바 

기반의 소프트웨어 

Silicon Shuttle 멀티프로젝트 웨이퍼 테스트 프로그램. 

In-house test and packaging   

UMC 

Free of charge IP libraries from 0.25- to 

0.13-micron processes 
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■ 중국과의 경쟁 심화 

 

중국 파운드리 회사들은 중국 정부로부터의 대폭적인 지원을 받으며, 자국 시장에서 빠르게 

성장하고 있다. 상대적으로 저생산비용과 외국 투자가 늘어나고 있어서 파운드리 업계에서 

강력한 경쟁자로 부상하고 있다. 

 

2004년 중국의 파운드리 성장은 휴대폰용 칩, PC, 자동차용 전자기기 관련 제품 주문으로 

강한 드라이브를 받아 성장하고 있다. 비록 중국 팹들이 현재 4, 5, 6인치로 주로 구성되어 

있지만, SMIC, GSMC(Semiconductor Manufacturing Corporation), HHNED(Shanghai Hua Hong 

NEC Electronics Co), HJT(He Jian Technology)를 중심으로 8인치 및 12인치 팹으로 옮겨가

고 있다. 

 

SMIC는 2개의 12인치 전공정 팹을 베이징에 짓고 있다. 첫 번째의 양산 개시는 올해 4분기

로 예정되어 있다. 두 번째의 양산 시기는 2006년으로 계획되어 있다. GSMC 역시 12인치 

팹을 상하이에 계획하고 있으며, 양산은 2005년이나 2006년이 될 전망이다. HJT는 두 번째 

팹을 8인치 장비 대신 12인치 장비로 대체한다는 소식이 들리고 있다. 

 

중국 최대 반도체 파운드리 업체인 SMIC는 올해 하반기에 생산능력이 50% 이상 확충될 것

이라고 밝혔다. 지난 6월30일 현재 80,872장 수준인 실리콘 웨이퍼 생산능력이 올해 말에는 

124,750장으로 늘어날 것이라고 발표했다. 이 전망은 하반기 신규 공장 가동 일정에 기반한 

것이라고 설명했다. 

 

중국의 파운드리들이 빠르게 따라 올라오고 있기는 하지만, TSMC와 UMC가 여전히 기술 

우위를 지키고 있고 생산량에 있어서도 최소한 5년은 선두를 유지할 것이라고 전문가들은 

보고 있다. TSMC와 UMC는 또한 중국에 대한 영향력을 강화하고 있다. 

 

TSMC의 상하이 8인치 팹은 2004년 말부터 0.25 마이크론 웨이퍼 공정을 시작할 것으로 

보인다. 반면 UMC는 HJT가 UMC의 기존 중역에 의해 설립되었기에 친밀한 관계를 가지고 

있다고 판단된다. 

 

HJT와 TSMC 상하이는 중국 파운드리 캐파 중 10, 15%를 2004년과 2005년에 각각 차지할 

것으로 보인다고 한다. 

 

중국의 파운드리 캐파는 8인치 웨이퍼 기준으로 2004년 280만 장, 2005년 470만 장이 될 

것이라고 한다. 그러나 이는 대만 총 파운드리 캐파의 고작 36%, 53%에 해당하는 수치라고 

한다.  
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[중국의 8인치, 12인치 팹] 

회사명 위치 
전체 캐파  

(8" 기준) 
생산개시

최소공정 

(micron) 
생산 품목 

50,000 Q2,99 0.35 Memory DRAM, Flash 

HHNEC ZHPP 
15,0001 Q2,04 

0.35 - 

0.25 
 BiCMOS, EEPROM 

Tainjain 40,000 Q2,01 0.25 
Smart MOS, Integrated 

Logic and Analog 

ZHPP 85,000 Q1,02 0.18 

DRAM Embedded 

SRAM, EEPROM, mixed 

Signal ( CMOS) 

SMIC 

Beijing 112,5002 Q4,04 
0.11 - 

0.09 
DRAM and CMOS Logic

ZHPP  81,000 Q2,03 0.18   
GSMC 

ZHPP  60,7003 Q2,05 0.18   

ASMC ZHPS 30,000 Q1,04 0.18 
EEPROM, BiCMOS, 

CMOS 

Advanced Device 

Technology 

(Nanker) 

Zhuhai, Guangdong 20,0004 2005 0.25   

Jiangsu Province 32,000 2004 0.25 He Jian 

Technology  Jiangsu Province 28,000 Q3,03 0.25 
Specialty DRAM 

TSMC SIZS 
40,000 

(5,000 in 4Q04)
2005 0.25 Foundry CMOS 

ProMOS SIZS 40,0005 2006 0.25 Foundry, Memory 

STMicroelectronics 

/ Hynix 
N/A 67,500 2006 0.18 Logic / Memory 

Nanotech Changzhou  20,000 2004 0.25 -0.35 Logic  

SIM-BCD ZHPS 20,000 2006 0.35 BiCMOS 

위치 인덱스: 

z ZHPP: Zhangjaing Hi-tech Park, Pudong 

z ZHPS: Zhangjinh Hi-Tech Park, Shanghai

z SIZS: Songjiang Industrial Zone, 

Shanghai 

 

주 1) empty shell 

주 2) 12인치 팹 

주 3) empty shell, one module forecast to be 12-inch 

주 4) 보류 

주 5) 대만 정부 허가 건으로 인해 보류 

iSuppli, Digitimes, 2004년 9월 
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대만 vs 중국 - 양국의 파운드리 산업 경쟁史 

 

■ 대만과 중국의 파운드리 산업, 무서운 성장 가도 

 

중국 정부는 자국의 반도체 산업 육성을 위해 강한 드라이브를 걸어왔다. 중국 정부는 세금 

리베이트와 같은 인센티브(State Council Circular No. 18, 2000년 6월 24일자)와 값싼 노동력 

등 자국 및 해외 투자자들이 중국 내에 공장을 짓도록 분위기를 잡아왔다. 

 

2004년까지 중국은 6개의 6인치 팹과 10개의 8인치 팹을 보유하게 되었다. 이는 2002년의 

2개 6인치 팹과 1개의 8인치 팹에 비하면 급속한 발전이다. 전체 웨이퍼 캐파는 8인치 기

준 2001년 월 97,000개 웨이퍼에서 2004년 333,000개 웨이퍼로 CAGR 성장률 52%에 달한

다. 

[중국의 웨이퍼 아웃풋 전망] 

 

Digitimes, 2004년 9월 

 

■ 대만과 중국의 반도체, 해협을 사이에 두고 동반 성장 

 

중국은 군사적 목적으로 3차 5개년 계획(1966-1970)을 통해 IC를 개발하기 시작했으며, 이

는 5차 5개년 계획(1976-1980)까지 꾸준히 이어져 왔다. 이후 6차 및 7차 5개년 계획(1981-

1990)을 통해 일반 소비자 디바이스용 IC를 개발하기 시작했다. 이 시기에 5대 주요 IC 회

사들인 Shanghai Belling, ASE(Advanced Semiconductor Engineering), Shougang NEC, 

Huayue Microelectronics 등이 설립되었다. 

 

대만의 IC 산업 또한 60년대 후반과 70년대 초반에 걸쳐 시작되었다. 경제부(Ministry of 
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Economic Affairs; MOEA)가 해외 IDM사들을 초청하여 IC 패키징 및 테스팅 공장을 대만에 

세우도록 유도했다. 1971년에 대만의 국내 IC 산업은 자체 IC 패키징 및 테스팅 회사인 

OSE(Orient Semiconductor Electronics)사가 설립되면서 첫발을 내딛었다. 이후 

ITRI(Industrial Technology Research Institute)이 1973년 구성되었고, 1980년에는 

HSP(Hsinchu Science Park)가 조성되었다. ITRI는 젊은 인재들을 RCA로 보내 IC 디자인, 마

스크 제조, 웨이퍼 프로세싱, 패키지 및 테스팅 기술을 배워 왔다. 

 

RCA로부터 익힌 전문 지식을 통해 ITRI는 1979년부터 1988년 사이에 UMC, TSMC, 

TMC(Taiwan Mask Corporation)를 분사시켰다. 일부 ITRI 출신들은 팹리스 IC 디자인 회사들

을 설립했으며, 이런 발전들이 밑거름이 되어 대만의 IC 서플라이체인이 그려지기 시작했다. 

 

반면에 냉전 동안, 미국과 일부 유럽 국가들이 구성한 대공산권수출조정위원회(Coordinating 

Committee for Multilateral Export Controls; COCOM)는 기술 이전을 금지했기 때문에 중국의 

반도체 산업 발전은 저해되었다. 중국은 미국으로부터 장비 수입 및 노하우 전수를 할 수 

없었으며, 결과적으로 팹들은 놀게 되었다. 

 

■ 투자 끌어 들이기 

 

1990년대에 중국 정부는 자국 내 반도체 산업 개발을 추진하는 908 프로젝트와 909 프로

젝트를 후원했다. 이를 통해 120억 유안의 투자를 이끌어 냈다. 이 두 개 프로젝트는 새로

운 파운드리 회사들인 ASMC(Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation), 

Shougang NEC, HHNEC(Huahong NEC) 및 관련 상위, 하위 공정 회사들의 설립을 이끌어 

냈다.  

 

이 시기에 외국 회사들은 중국에 IC 패키징 및 테스팅 회사들을 설립하기 시작했다. ST마이

크로(STMicroelectronics)와 Shenzhen SEG(Shenzhen SEG Hi-Tech Industrial)의 조인트벤처

인 Shenzhen STS Microelectronics가 출범했다. 인텔은 상하이 자유무역지역(Shanghai 

Waigaoqiao Free Trade Zone)에 시설을 개발했으며, AMD와 삼성전자가 쑤저우 지역에 공장

을 건설하기 시작했다. 

 

대만의 IC 산업은 또한 1990년대에 번창하기 시작한다. 대만은 IC 회사들을 위한 클러스터

를 개발해서 완벽한 서플라이체인을 만들어 갔다. 해외의 대만 사람들도 대만으로 돌아와 

팹리스 IC 디자인 회사들을 설립하거나 지역의 회사들을 위해 일하기 시작했다. 대만의 팹

들은 외국의 회사들로부터 기술 라이슨스를 받고 그들을 위해 칩을 생산했다. 

 

중국은 10차 5개년 계획(2001-2005)을 통해 IC 계발 계획을 다시 수정했다. 이 계획을 통해 
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7개 주요 IC 개발 지역을 지정했다. 추가로 임대료 무료, 5년간 무세금과 이후 5년간 50% 

세금 감면이 이어지며, 관대한 자금 조달이 가능하도록 편의를 봐줬다(State Council Circular 

No. 18). 10차 5개년 계획은 IC 제조를 촉진하기 위해 3~4개 6인치 웨이퍼 공정 라인, 6~7개 

8인치 라인, 그리고 1~2개 12인치 라인 셋업을 목표로 하고 있다. 중국은 곧 이 목적을 달

성할 것으로 보인다. 

 

중국의 IC 산업은 꽃피기 시작하고 있지만, 몇 가지 내재된 문제를 맞닥뜨리고 있다. 첫째, 

중국 전체 463개 팹리스회사의 10% 미만만이 0.25 마이크론 및 그 이하 공정으로 디자인

을 하고 있다. 둘째 중국의 IC 패키징 및 테스팅 섹터는 여전히 규모 면이나 기술 면에서 

해외 경쟁자들에게 밀리고 있다. 이런 문제들이 풀리지 않으면 중국은 곧 IC 서플라이체인

에 있어 큰 갭에 만나게 될 것으로 보인다. 

 

[대만과 중국의 주요 관련 略史] 

대만 

1965~1973 1974~1984 1984~1988 1989~현재 

- 패키징 서비스만 제

공 

- 정부, 투자 유치 위

해 인센티브 시행 

- 정부가 지원하는 

ITRI, 첫번째 반도체 

연구소 설립 

- 대만경제부, 미국 회사

들로부터의 기술이전 촉

진 

- Hsinchu Science-based 

Industrial Park 조성 

- ITRI, RCA에 인력 보냄

- ITRI, UMC를 분사 

- ITRI, IC디자인 센터 설

립, TSMC, TMC 분사 

- ERSO(Ex-electronics 

Research & Service 

Organization 인력이 IC 

디자인 하우스 설립 시

작 

- 해외 기술자들이 대만

으로 되돌아 오기 시작함

- 대만과 해외 기업들의 

기술 합병 

- 반도체 산업 체인 성숙

해짐 

▶ 초기 ▶ ▶ 배아 시기 ▶ ▶ 개화 시기 ▶ ▶ 성장 시기 ▶ 

중국 

1995~1998 1998~2002 2003~현재 

- 정부, 투자 유치 위

해 인센티브 시행 

- Shanghai Ahangjiang 

High-Tech Park 조성 

- ST/현대전자산업, 듀

폰포토마스크 상하이 

설립 

- 중국에 IC디자인, 테스

팅, 패키칭 회사들이 설

립되기 시작 

- SMIC와 GSMC, 상하이

에 설립 

- 최대 패키징 하우스인 

Jiangyin Changiang 

Electrnic Industrial 설립 

- SMIC, CSMC 상장 

- He Jian, NSSI, TSMC와 

같은 웨이퍼 팹 설립 

  

DIR, Digitimes, 2004년 9월 
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■ 파운드리 분야의 성장 

 

그러나 중국의 파운드리 분야는 매우 빠르게 성장하고 있으며 많은 기업들이 시장에 들어서

고 있다. SMIC, HJT(He Jian Technology), ASMC(Advanced Semiconductor Manufacturing 

Company), HHNEC(Hua Hong NEC), GSMC(Grace Semiconductor Manufacturing Corporation), 

CSMC와 같은 회사들이 대표 주자들이며, TSMC Shanghai, NSSI(Ningbo Sinomos 

Semiconductor Inc.), SIM-BCD, Nanker, Prima 같은 새로운 주자들이 참여하고 있다. 

 

SMIC 

 

SMIC는 현재 기술과 캐파에 있어 모두 선두이다. 올해 말까지 이 회사는 4개의 8인치 팹과 

하나의 12인치 팹을 운용하게 되고 전체 월 캐파는 8인치 기준으로 90,000장이 될 것이다. 

이 회사의 12인치 Fab 5, Fab 6는 2006년에 생산을 시작할 것이며, 2개의 팹은 전체 캐파를 

월 190,000개 수준으로 급증시킬 것이다. 현재 가장 앞선 공정 기술은 0.13 마이크론이나 

90nm의 경우 2005년에 생산이 시작될 것이다. SMIC의 주요 고객사는 삼성전자, TI, 후지쯔, 

인피니온, 엘피다(Elpida Memory), 브로드컴(Broadcom), 다탕(Datang Microelectronics)이다. 

 

HJT (He Jian Technology) 

 

고작 운영된 지 2년째지만, HJT는 이미 중국에서 SMIC의 최대 경쟁사가 되었다. 대만의 

UMC와의 우호적인 관계 때문에 연구 및 개발 비용을 상당히 줄이고 있다. 이 회사의 첫번

째 8인치 팹(Fab 1)은 8인치 웨이퍼 기준으로 35,000장의 웨이퍼를 올 연말에 캐파로 가질 

것이다. Fab 2는 현재 8인치 웨이퍼가 될 것으로 보이나 12인치 웨이퍼로 전환될 수도 있다. 

전체 캐파는 2006년에 월 웨이퍼 처리 캐파가 75,000장이 될 것으로 전망된다. HJT는 현재 

0.15 마이크론 공정 기술을 가장 첨단의 기술로 보유하고 있다. 0.13 마이크론 공정을 2005

년 보유를 계획하고 있다. 주요 고객사는 인피니온, 노바텍(Novatek Microelectronics), 미디

어텍(MediaTek), 그리고 상하이푸단(Shanghai Fudan Microelectronics)이다. 

 

GSMC 

 

GSMC는 팹 건설을 SMIC와 같은 시기에 시작했다. 그러나 GSMC는 SMIC에 비해 2년 정

도 뒤쳐져 있으며, 이는 자금과 스태프의 문제 때문이었다. Fab 1은 2개의 모듈을 가지고 있

고 모두 12인치 생산에 맞춰져 있다. GSMC는 하나의 모듈을 8인치 웨이퍼 공정으로 설치

했고, 나머지 하나는 12인치 공정으로 설치할 계획이다. 8인치 모듈은 올해 말까지 월 

22,000개의 웨이퍼까지 처리할 수 있을 것으로 예상된다. 12인치 모듈은 2006년에 생산 개

시될 예정이며, GSMC의 전체 캐파를 8인치 웨이퍼 기준으로 53,000장으로 급증시킬 예정
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이다. 

 

GSMC의 보유 기술은 0.18 마이크론 공정이며 2005년에 0.15 마이크론 공정이 가능할 것

이다. 주요 고객사는 SST(Silicon Storage Technology), 오키(Oki Semiconductor), Agere 

Systems, VIA Technologies, 그리고 산요라고 한다. 

 

HHNEC 

 

HHNEC는 중국에서 첫번째로 8인치 팹을 가진 회사였다. 이 회사는 초기에 오직 DRAM만 

생산하고 있었으나, 최근 로직IC 생산으로 일부 전환했다. HHNEC는 두 번째 8인치 팹을 상

하이벨링(Shanghai Belling)으로부터 획득했다. 이 회사의 현재 월 캐파는 40,000장이지만, 

2005년까지 8인치 웨이퍼 기준으로 월 65,000장 수준으로 확대될 것으로 추정된다. HHNEC

의 현재 공정은 0.18 마이크론 이하로 나아가고 있으며, 2005년에는 재즈반도체(Jazz 

Semiconductor)로부터 기술 라이슨싱을 받아 0.15 마이크론 공정을 제공하기 시작할 것으로 

보인다. 현재 주요 고객사는 NEC, SHHIC(Shanghai Hua Hong Integrated Circuit)이다. 

 

ASMC 

 

필립스반도체에 의해 설립되었으며, 현재 1개 5인치, 1개 6인치, 1개 8인치 팹을 운용하고 

있다. 월 캐파는 8인치 웨이퍼 기준으로 33,000장이다. 자금 한도로 인해 2005년에는 

43,000장 수준 정도로만 확장할 것으로 보인다. 0.35 마이크론 공정 기술로 나아가고 있으

며 2005년에는 0.25 마이크론 공정을 제공할 수 있을 것으로 보인다. 주요 고객사는 필립스, 

TI, NS(National Semiconductor), 샤프, Shanghai Fudan Microelectronics이다. 

 

CSMC 

 

CSMC는 6인치 팹 하나를 가동하고 있으며, 전체 캐파는 올해 말까지 8인치 웨이퍼 기준으

로 월 33,000장에 이를 전망이다. 홍콩에서 올해 8월 17일 IPO를 했으며, 그 다음날 첫번째 

8인치 팹에 대한 기공식을 했다. 8인치 팹은 2006년 생산을 시작할 것으로 보이며, 그 때가 

되면 CSMC의 전체 캐파는 월 60,000장 수준이 될 것이다. CSMC의 현재 공정 기술은 0.35 

마이크론이다. 주요 고객사는 주로 중국 내 회사들로, Hangzhou Silan Microelectronics, 

Shaoxing Silicore Technology, Wuxi China Resources Semico, China Sigma와 같은 회사들이

다. 
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[중국의 팹 현황] 

상황 회사명 팹 위치 지역 생산

개시

캐파 wafer (") 공정

(micron)

가동중 Fab1 SCHIP Shanghai 1994 25,000 5 1 

가동중 Fab2 SCHIP Shanghai 1997 15,000 6 0.5 

가동중 

ASMC 

Fab3 SCHIP Shanghai 2003 45,000 8 0.25 

가동중 Fab1 SCHIP Shanghai 2002 20,000 6 1 

건설중 
SIM-BCD 

Fab2 SCHIP Shanghai 2006 20,000 8 0.35 

가동중 Fab1 SZHP Shanghai 2001 45,000 8 0.13 

가동중 Fab2 SZHP Shanghai 2002 45,000 8 0.13 

가동중 Fab3 SZHP Shanghai 2003 15,000 8 0.13 

가동중 Fab4 BEDA  Beijing 2004 20,000 12 0.09 

가동중 

SMIC 

Fab7 - Tianjin 2001 35,000 8 0.25 

가동중 
Fab1 

PhaseI 
SZHP Shanghai 2003 27,000 8 0.15 

예정 

GSMC 
Fab1 

PhaseII 
SZHP Shanghai 2005 20,000 12 0.13 

가동중 Fab1 DJQEZ Shanghai 1999 35,000 8 0.18 

가동중 
HHNEC 

Fab2 SZHP Shanghai 2004 30,000 8 0.25 

가동중 TSMC Fab10 SSIZ Shanghai 2004 35,000 8 0.25 

가동중 
Shanghai 

Belling 
Fab1 SCHIP Shanghai 1997 16,000 4 0.8 

가동중 Fab1 SIP Suzhou 2003 32,000 8 0.15 

예정 
He Jian 

Fab2 SIP Suzhou 2005 20,000 12 0.13 

가동중 Fab1 WNHIDZ Wuxi 1998 60,000 6 0.35 

건설중 
CSMC 

Fab2 WNHIDZ Wuxi 2005 30,000 8 0.35 

가동중 SinoMOS Fab1 NFTZ Ningbo 2004 30,000 6 0.5 

가동중 Prima Fab1 CETIP Changzhou 2004 20,000 8 0.35 

건설중 Nanotech Fab1 - Changzhou 2005 18,000 8 0.25 

가동중 Fab1 - Zhuhai 2000 25,000 6 0.5 

예정 
Nanker 

Fab2 - Zhuhai 2005 20,000 8 0.25 

가동중 
Shilan 

Micro 
Fab1 - Hangzhou 2003 15,000 6 0.5 

주) 위치 인덱스:  

z SCHIP: Shanghai Caohejing High-Tech Industrial Park 
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z SZHP: Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park 

z BEDA: Beijing Economic-technological Development Area  

z DJQEZ: Dong Jin Qiao Export Zone 

z SSIZ: Shanghai Songjiang Industrial Zone 

z SIP: Suzhou Industrial Park  

z WNHIDZ: Wuxi National Hi-Tech Industrial Development Zone 

z NFTZ: Ningbo Free Trade Zone 

z CETIP: Changzhou Electronics Technology Industrial Park 

Digitimes, 2004년 9월 

 

■ 기술적 갭 

 

SMIC의 IPO가 2004년 3월에 있었고, 이에 대해 투자자들의 이목뿐만 아니라 몇 가지 이슈

가 세인의 관심을 끌었는데, 그것은 ‘과연 중국의 파운드리 산업이 대만을 따라잡고, 더 나

아가 추월할 수 있을까?’라는 물음이었다. 지난 10년간 대만은 중국에 최소한 한발 앞서 있

었다. 

 

1994년 TSMC와 UMC는 0.35 마이크론 공정으로 6인치 웨이퍼로 IC를 생산하기 시작했다. 

반면 당시 기술적으로 가장 앞선다는 중국의 ASMC는 5인치 웨이퍼에 3.0 마이크론 공정을 

적용하여 생산하고 있었다. 1997년 TSMC와 UMC는 0.25 마이크론 공정으로 8인치 웨이퍼

를 처리하기 시작했고, ASMC는 당시 6인치 웨이퍼에 0.80 마이크론 공정을 적용하고 있었

다. 

 

1999년 TSMC와 UMC는 0.18 마이크론 기술을 8인치 웨이퍼에 적용하기 시작했고 ASMC

를 기술적으로 추월한 HHNEC는 당시 0.35 마이크론 공정으로 8인치 웨이퍼를 처리하고 

있었다. 그러나 HHNEC의 공정은 오직 DRAM을 위한 것이었기에 실제 로직 IC 생산에 있

어서는 더 낮은 공정을 사용했을 것이다. 

 

2001년, 대만의 이 선두 회사들은 0.15 마이크론 공정을 적용하기 시작했으며, 12인치 팹을 

계획하기 시작했다. 반면 당시 중국의 가장 앞선 기술력을 보유했던 SMIC는 이제 겨우 

0.25 마이크론 공정을 시작하고 있었다. 

 

2003년 TSMC와 UMC는 90nm 프로세스를 개발하기 시작했다. 중국의 SMIC는 0.13 마이

크론을 개발하기 시작했으나 이러한 개발은 후공정 구리 연결(copper interconnect) 프로세스

에 국한되어 있었다. 
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[주요 파운드리 회사들의 기술 개발 로드맵] 

 
주) 인치 표기가 없는 것은 8인치 

Digitimes, 2004년 9월 

 

■ 토끼와 거북이 

 

SMIC가 향후에는 역전시킬 수 있을까? 대만의 산업 전문가들은 불가능하다고 생각한다. 

SMIC는 지난 3년간 자체적인 기술 개발보다는 인피니온, 엘피다, 도시바, 후지쯔, 차터드 

등과 거래하여 캐파와 기술을 교환하는 방식을 취해 왔다는 지적이다. 이러한 전략은 SMIC

가 어마어마한 R&D 비용을 절약하게 만들었으나, SMIC의 0.11, 0.10 마이크론 공정과 같은 

진보 기술은 오직 메모리 생산에만 해당한다고 한다. 이 회사는 아직 TSMC나 UMC에 대적

할 만한 로직 IC 기술을 시연할 능력이 되지 않는다고 한다. 

 

SMIC가 자체적인 기술을 개발하기로 결정한다 하더라도, 대만의 주자들은 SMIC가 엄청난 

R&D 비용을 감내할 수 있을 지 의문이라고 지적한다. UMC의 부회장인 John Hsuan은 지난 

5월 19일 이런 말을 한 적이 있다. "SMIC와 GSMC는 기회가 없다." 이는 산업이 붐을 이룰 

동안 UMC가 연간 판매액의 9%를 R&D 및 기타 마케팅 비용으로 할당하면 된다면, SMIC는 

90%를 할당해야 한다는 것을 의미한다는 것이 이 말의 요지이다. 
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이솝우화에 보면 토끼가 중간에 잠을 자서 거북이가 이긴다. 실제 세상에서는 대만의 두 마

리 토끼가 최고 속도로 달리고 있다. TSMC와 UMC는 2004년 매출액의 15%, 8.8%를 각각 

R&D에 쓸 계획이다. 반면 SMIC는 고작 4.5%만을 계획하고 있다. 거북이는 좀더 속력을 낼 

필요가 있다. 

 

대한민국의 반도체 산업 위상 그리고 나아갈 바 

 

■ 국내 유일의 비메모리 반도체 파운드리 – 동부아남반도체 

 

동부아남반도체는 미국 Texas Instruments, 일본 도시바와 0.25~0.13 마이크론급 첨단 공정

기술 이전과 제품 공급에 대한 전략적 제휴를 맺고 비메모리 반도체 파운드리 산업에 진출

했다.  

 

국내 유일의 파운드리 기업인 동부아남반도체는 TI, 도시바, 삼성전자, 필립스, 샤프, NEC 

등 세계적인 종합반도체회사와 국내외 50여개의 반도체 회사들에게 8인치 웨이퍼 기준으로 

월 40,000장 규모의 비메모리 반도체를 공급하고 있다. 

 

2004년 4월 1조2천억 원 규모의 신디케이트론 계약을 체결하여 산업, 수출입은행 등 15개 

국내 금융 기관의 참여를 이끌었다. 이로써 올 연말까지 0.35~0.13 마이크론급 월 50,000장 

생산라인 갖출 수 있는 재원을 확보했다. 

 

동부아남반도체는 이번 신디케이티드론을 재원으로 충북 음성에 위치한 상우 공장에 연말까

지 0.13 마이크론급 양산설비와 90nm급 개발설비 등 첨단 생산라인 증설에 투자하여 생산

능력을 기존의 월 40,000장에서 월 50,000장 규모로 늘리고, 오는 2006년 말까지 90nm 차

세대 비메모리 반도체 양산라인을 포함하여 총 월 70,000장 규모의 첨단라인을 갖출 계획

이다. 2006년에는 매출 10억 달러의 세계적 수준의 파운드리 전문기업으로 도약하겠다는 포

부를 보여주고 있다. 

 

동부아남반도체는 이러한 증설을 통해 국내 팹리스 반도체 기업들을 더욱 적극적으로 지원

할 수 있게 되어 작년 한 해 동안 213억불을 수입하여 원유 다음으로 무역적자를 보이고 

있는 비메모리 반도체의 국산화에 기여할 것으로 보여, 메모리 산업에 편중된 국내 반도체 

산업의 균형적인 발전에 이바지할 수 있을 것으로 기대되고 있다.  

 

장기적으로는 2015년까지 상우공장이 위치한 충북 음성군 일대의 30만평 부지 위에 7개의 

팹을 갖춘 대규모 비메모리 산업단지를 완성하여 한국 비메모리 산업의 견인차 역할을 수행

하겠다는 비전을 가지고 있다. 



 

 23

동부아남반도체 역시 디자인서비스, ShttleChip 프로그램, 마스크서비스, YourFAB 시스템, 테

스팅 및 테스팅 서비스 등과 같은 다양한 집적 서비스를 통해 고객사들을 만족시키기 위해 

노력하고 있다. 

 

[동부아남반도체의 파운드리 서비스 플로우차트] 

 

 

■ IDM - 삼성전자와 하이닉스 

 

최근 삼성전자가 내년부터 파운드리 산업에 적극적으로 나서겠다는 입장을 표명을 한 바 있

다. 종합반도체회사 즉 굴지의 IDM사인 삼성전자의 진입으로 파운드리 산업은 긴장하는 모

습이다. 자세한 정황은 모르겠으나, 삼성전자가 파운드리 공장을 건설하고 있으며, 이를 위

해 반도체 장비를 주문하고 있다는 소문이다. 

 

삼성전자는 내년 하반기 가동 예정인 12인치 웨이퍼 월 7,000장 생산 규모의 신규라인 중 

일부를 파운드리 서비스에 활용, 12인치 기준으로 월 700장 정도가 더 늘어날 전망이다. 기

존 라인의 파운드리 서비스와 함께 신규 라인의 5 10% ∼ 정도를 수탁 생산에 활용할 예정

이라고 한다.  
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하이닉스는 안정적인 수익이 가능한 파운드리 사업을 성장 사업으로 육성하기 위하여 메모

리 생산 공장을 비메모리 반도체 양산 공장으로 신속히 전환함으로써 월 82,000장 규모의 

생산능력을 확보할 수 있도록 하여 매년 동 수준의 성장세를 유지할 전망이며, 중장기적으

로는 고전압(High Voltage), Embedded 메모리(0.25 및 0.18㎛급 플래쉬, 0.25 및 0.18㎛급 D

램, EEPROM 등)의 특화 공정을 활용한 SoC(System on Chip)형 ASIC(주문형 반도체)으로 

파운드리 사업의 부가가치를 강화할 방침이라고 한다.  

 

이 회사는 고객사에게 세계 최고의 전문적인 파운드리 ASIC 서비스를 제공하기 위해 고객

의 주문에서 출하까지 모든 서비스를 효율적으로 운영하고 있으며, 현재 반도체 시장에서 

요구되는 Logic 공정에 대응할 수 있도록 DRAM 팹을 변환, 업그레이드하는 전략으로 캐파

를 늘려가고 있다. 이러한 전략은 단기간 내에 파운드리 캐파 확보가 가능하다.  

 

그러나 하이닉스는 아쉽게도 구조조정의 일환으로 비메모리 부문을 매각이 거의 마무리된 

상황이다. 또한 동부아남반도체, 삼성전자, 하이닉스의 팹에는 세계의 메이저들이 둥지를 틀

고 있기 때문에 국내의 비메모리 SOC 기업들이 팹을 확보하기는 쉽지 않다고 한다. 

 

[하이닉스의 파운드리 서비스 캐파 확장 계획 (8인치 웨이퍼 기준, 단위: 1,000장)] 

 

 

■ 한국의 반도체 산업 위상 

 

전세계 시장에서 우리나라 반도체의 지위는 메모리 분야와 비메모리 분야에서 서로 큰 대조

를 이루고 있다고 할 수 있다. DRAM을 포함한 메모리 분야는 1994년 이후 세계 최고의 기

술 강국으로 세계 시장을 주도해 온 반면, 시장규모 면에서 메모리반도체보다 4배 이상 크

다고 평가되는 비메모리 반도체 분야에서는 미국, 일본에 훨씬 뒤지고 있으며 대만보다도 

낮은 수준에 있다고 볼 수 있다. 
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[주요 국가별 전세계 반도체 시장 점유율 (2002년)] 

국가 메모리반도체 비메모리반도체 

한국 5.8%(91억달러) 1.2% (19억불)

미국 5.1% 45.5%

일본 3.6% 22.8%

EU 1.9% 9.5%

 

한국 반도체 산업은 메모리 반도체 분야에서 놀라운 성과를 이룩했지만, 비메모리 반도체 

분야는 매우 취약하다. 이러한 구조는 반도체 부문 자체의 무역역조를 가져올 뿐만 아니라 

비메모리 반도체를 핵심부품으로 사용하는 수많은 국내 IT 제품의 지속적인 기술발전을 저

해하는 요소로 작용하고 있다.  

 

많은 경우에 핵심 반도체 칩을 수입하고 이를 국내에서 IT 완제품으로 조립하여 다시 수출

하고 있다. 예를 들어 CDMA 휴대폰에서 사용되는 핵심 비메모리 반도체 칩은 미국의 퀄컴

(Qualcomm)의 설계로 대만의 TSMC, UMC와 같은 파운드리 업체가 생산하고, 이를 국내의 

휴대폰 제조업체가 수입하여 휴대폰을 만든 후 수출한다. 이는 개선의 여지가 많다. 

 

또한 국내 기초 기술 부족으로 인해 핵심 반도체 재료의 대부분을 수입에 의존하고 있다. 

국산화율이 후공정 재료는 60% 정도, 전공정 재료는 50%에 머무르고 있어 원재료 적기 확

보에 어려움이 있다. 원재료의 국내 생산 확대와 국내 기업의 해외투자가 전략적, 지속적으

로 이루어져야 한다. 그리고 향후 12인치 웨이퍼로 나아가는 상황임을 고려할 때, 미국과 

일본에 의존하는 반도체 장비의 수입 규모는 크게 증가할 것이 예상된다. 그 동안 장비국산

화를 위한 노력이 지속되고 있지만, 국산화율은 아직 낮다.  

 

■ 나아갈 바 

 

최근 다양한 휴대폰용 카메라 칩을 주요 제품으로 생산하는 엠텍비젼이 이미 8월에 매출 

1000억을 기록했다고 발표한 바 있다. 이는 국내 비메모리 칩 기업들이 대부분 연간 매출액 

100억달러 미만임을 감안할 때 매우 중요한 하나의 지표로 인정받고, 또한 동종 기업들의 

선전이 기대되고 있다. 모바일 분야에서뿐만 아니라, 디지털TV도 이젠 XD엔진이나 DNIe와 

같은 비메모리칩이 주요 경쟁력으로 떠오르고 있다. 결국 세트 업체의 경쟁력과도 매우 밀

접한 관련이 있다. 

 

차세대성장동력 중에 차세대반도체가 디스플레이, 디지털TV 등과 함께 선정되었다. 차세대

반도체는 곧 SoC를 지칭하기 때문에 정부에서도 이 분야 발전을 위해 많은 지원을 아끼지 

않을 것으로 보인다.  
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여기서 한걸음 더 나아가 파운드리 설립을 지원하는 것이 어떨까 생각해 본다. SoC 발전을 

위해서는 안정적이고 경쟁력 있는 파운드리 확보가 매우 중요한 사안이다. 비용과 시간이 

만만치 않겠지만, 향후의 경쟁력을 좌우할 비메모리 산업의 중요성과 그에 따른 파운드리 

기반의 중요성을 이해시킨다면, 자본은 충분히 모을 수 있을 것이라 믿는다. 

 

이상으로 파운드리 산업을 중심으로 반도체 산업을 엿보았다. 각 분야 기업들의 선전과 산, 

학, 연, 관의 협력으로 균형있는 발전을 이루어, 대한민국이 차세대반도체 강국으로 거듭 났

으면 좋겠다. 
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